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(57) Abstract

A freely positionable placement head
(1) picks up a wafer (5) that makes available
a flip chip (6), the connecting side of which
faces upward. The placement head has a
turning device (9) in which the flip chips are
turned until they are placed on a substrate
to be fitted (8) in such a way that they can
be placed with their connecting side on the
substrate. This makes it possible to exclude
an expensive turning device assigned to the
wafer (5).

(57) Zusammenfassung

Ein frei positionierbarer Bestiickkopf
(1) entnimmt einem Wafer (5) bereitste-
hende Flip-Chips (6), deren AnschluBseite
nach oben gerichtet ist. Der Bestiickkopf
verfiigt {iber eine Wendeeinrichtung (9),
in der die Flip-Chips bis zum Aufsetzen
auf ein zu bestliickendes Substrat (8) der-
art gewendet werden, da} sie mit ihrer An-
schluBseite auf das Substrat aufgesetzt wer-
den konnen. Dadurch kann auf eine dem
Wafer (5) zugeordnete aufwendige Wen-
deeinrichtung verzichtet werden.




Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbdgen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemiss dem

PCT veroffentlichen.

AL Albanien

AM Armenien

AT Osterreich

AU Australien

AZ Aserbaidschan

BA Bosnien-Herzegowina
BB Barbados

BE Belgien

BF Burkina Faso

BG Bulgarien

BJ Benin

BR Brasilien

BY Belarus

CA Kanada

CF Zentralafrikanische Republik
CG Kongo

CH Schweiz

CI Cdte d'Ivoire

CcM Kamerun

CN China

CuU Kuba

Cz Tschechische Republik
DE Deutschland

DK Dinemark

EE Estland

ES

FR
GA
GB
GE
GH
GN
GR
HU
IE
IL
IS
IT
JP
KE
KG

KR
KZ
LC
LI

LK
LR

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Spanien
Finnland
Frankreich
Gabun
Vereinigtes Konigreich
Georgien
Ghana

Guinea
Griechenland
Ungarn

Irland

Israel

Island

Ttalien

Japan

Kenia
Kirgisistan
Demokratische Volksrepublik
Korea
Republik Korea
Kasachstan

St. Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia

LS
LT
LU
LV
MC
MD
MG
MK

ML
MN
MR
MW
MX
NE
NL
NO
NZ
PL
PT
RO
RU
SD
SE
SG

Lesotho

Litauen

Luxemburg

Lettland

Monaco

Republik Moldau
Madagaskar

Die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien
Mali

Mongolei
Mauretanien

Malawi

Mexiko

Niger

Niederlande
Norwegen
Neuseeland

Polen

Portugal

Ruméinien

Russische Féderation
Sudan

Schweden

Singapur

SI
SK
SN
Sz
TD
TG
TJ
™
TR
TT
UA
UG
us

UZ

YU
w

Slowenien

Slowakei

Senegal

Swasiland

Tschad

Togo

Tadschikistan
Turkmenistan

Tirkei

Trinidad und Tobago
Ukraine

Uganda

Vereinigte Staaten von
Amerika

Usbekistan

Vietnam
Jugoslawien
Zimbabwe




10

15

20

25

30

35

WO 00/54564 - PCT/DE00/00612

Beschreibung
Vorrichtung zum Bestiicken eines Substrats mit Flip-Chips

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bestiicken eines
als Schaltungstrager ausgebildeten Substrats mit Flip-Chips,
wobel die Vorrichtung einen verfahrbaren Bestiickkopf auf-
weist, der die Flip-Chips aus einem Bauelementevorrat ent-

nimmt und auf das Substrat aufsetzt.

Derartige Flip-Chips sind iiblicherweise mit ihren AnschluBe-
lementen nach oben weisend bereitgestellt. Sogenannte Wafer-
Handler sind mit einer Wendeeinrichtung fiir die Flip-Chips
versehen, so daB der in einer Bestiickebene verfahrbare Be-
stickkopf einer Bestiickvorrichtung die Flip-Chips in ihrer
richtigen Einbaulage aufnehmen und an der dafiir vorgesehenen

auf eine Leiterplatte aufsetzen kann.

Die Flip-Chips sind z.B. nach der JP 161027 in einem Wafer
mit ihren AnschluBelementen nach oben weisend bereitgestellt.
Ein verfahrbarer Entnahmekopf eines Wafer-Handlers entnimmt
die Flip-Chips vom Wafer und legt sie auf einer stationiren
Wendeeinrichtung ab, mittels der sie in einer gewendeten Lage
auf einer Ubergabestation derart abgelegt werden, aus der sie
der Entnahmekopf aufnimmt und in der richtigen Einbaulage mit
den Anschliissen nach unten auf ein Halbleiter-Substrat auf-
setzt, das Ublicherweise als bandartiges Leadframe zur Her-
stellung von gehdusten Bauelementen ausgebildet ist und takt-

welse durch die Aufsetzstation hindurchgefithrt wird.

Ferner ist durch die US 5 839 187 eine Vorrichtung zum Hand-
haben von Flip-Chips bekannt geworden, bei der die Flip-Chips
mittels eines Greifers von einem Wafer entnommen werden. Der
Greifer wird um eine horizontale Achse geschwenkt und in ei-
ner Ubergabestation gewendet an einen Positioniergreifer
Ubergeben, der die Flip-Chips in ein Flachenmagazin ablegt.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Vorrichtungs-
aufwand flir die Bestiickung der Substrate zu verringern.

Diese Aufgabe wird durch die Erfindung gemap Anspruch 1 ge-
16st. Der frel positionierbare Bestiickkopf kann in einem Po-
sitioniersystem so verfahren werden, daB sein Verfahrbereich
den gesamten Waferbereich und das z.B. als Leiterplatte aus-
gebildete feststehende Substrat {iberdeckt. Der Bestluckkopf
kann daher die Flip-Chips unmittelbar vom Wafer entnehmen,
Uber das Substrat verfahren, in der Zeit zwischen dem Abholen
und dem Aufsetzen auf das Substrat in seiner mitfahrenden
Wendeeinrichtung wenden und den Flip-Chip nach dem Wenden auf
das Substrat aufsetzen. Durch diese MaRnahme kdnnen alle we-
sentlichen Funktionen des Abholens, transportierens, Wendens
und aufsetzens der Bauelement3 mit einem einzigen Handha-
bungssystem zeitsparend durchgefihrt werden, wodurch auf den

Wafer-Handler vollig verzichtet werden kann.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den An-
spriichen 2 bis 6 gekennzeichnet:

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 2 ist es moéglich, eine
Vielzahl von Flip-Chips in schneller Folge vom Wafer aufzu-
nehmen und zwischen zwei Haltestationen zu wenden. Anschlie-
Bend wird die Vielzahl der an den Greifern gehaltenen Flip-
Chips in ebenso schneller Folge auf das Substrat aufgesetzt.
Dadurch verringert sich die Anzahl der Verfahrvorgange erheb-
lich, was mit einer entsprechenden Zeitersparnis verbunden
ist.

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 3 wird die Wendeein-
richtung in einfacher Weise mit wenigen zusdtzlichen Elemen-
ten realisiert.

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 4 kénnen Flip-Chips si-

cher zwischen den verschiedenen Saugflachen iibergeben werden.
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Durch die Weiterbildung nach Anspruch 5 konnen ohne Nach-
stellvorgédnge unterschiedlich dicke Flip-Chips gehandhabt

werden.

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 6 kann die Wendeein-

richtung kompakt und mit geringem Gewicht ausgebildet werden.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zelchnung

dargestellten Ausfiihrungsbeispieles niher erliutert.

Figur 1 zeigt schematisiert eine Seitenansicht eines Be-
stlckkopfes flir Flip-Chips,

Figur 2 eine andere Seitenansicht des Bestlckkopfes nach
Figur 1,

Figur 3 einen Ausschnitt aus dem Bestiickkopf nach Figur 1

in einer anderen Arbeitsphase.

Nach den Figuren 1 und 2 weist ein revolverartiger‘BestuCk—
kopf 1 einen Stator 2 und einen Rotor 3 auf, an dem eine
Vielzahl von sternférmig abstehenden Greifern 4 umlaufend an-
geordnet ist. Der Bestiickkopf 1 ist in der Richtung der per-
spektivisch dargestellten Pfeile X und Y in einer zum Wafer
und dem Substrat parallelen Ebene frei positionierbar. In der
in Figur 1 dargestellten Stellung befindet er sich iber einem
Wafer 5 an dessen Oberseite Flip-Chips 6 eng aneinanderge-
reiht mit ihrer Anschlufseite nach oben liegend bereitgehal-
ten sind.

Der in der unteren Drehstellung befindliche Greifer 4 ist auf
einen der Flip-Chips 6 ausgerichtet und kann teleskopartig
auf diesen abgesenkt werden. Dieser wird an das Greiferende
angesaugt und zusammen mit diesem vom Wafer 5 abgehoben.
Durch Verfahren des Bestiickkopfes 1 und Verdrehen des Rotors
3 konnen sukzessive samtliche Greifer 4 mit den Flip-Chips 6
belegt werden. Einer der Haltestationen der Greifer 4 ist ein
erster Halter 7 zugeordnet, der mit seinem Ende auf das Ende

des Greifers 4 ausgerichtet ist.
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Der am Greifer angesaugte Flip-Chip 6 kann nun an den Halter
7 ibergeben werden und an dessen Ende angesaugt werden. Durch
Verschwenken in eine strichpunktiert dargestellte Ubergabe-
stellung kann der Flip-Chip 6 an einen weiteren Halter 7
ibergeben werden, der dem ersten Halter entgegengesetzt ge-
richtet ist und der nun den Flip-Chip 6 an seiner Anschluf-
seite erfaRt. Der zweite Halter 7 ist einer nachfolgenden
Haltestation des Bestiickkopfes 1 zugeordnet. Er kann aus der
Ubergabestellung in eine zum Greifer 4 der zweiten Haltesta-
tion fluchtende Abgabestellung geschwenkt werden, in der der
Greifer 4 das Bauelement an seiner der AnschluBseite abge-

wandten Oberseite erfaft.

In Figur 3 ist dargestellt, wie der Flip-Chip 6 wihrend des
Verdrehens des Rotors 3 zwischen den Haltern 7 ibergeben und

zeitsparend gewendet werden kann.

Nach dem Wenden der Flip-Chips 6 werden diese sukzessive in
eine in der Figur 2 dargestellte Aufsetzstellung transpor-
tiert, in der sie auf ein zu bestliickendes Substrat 8 lage-

richtig aufgesetzt werden konnen.
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Patentanspriche

1. Vorrichtung zum Bestiicken eines als Schaltungstriger aus-
gebildeten Substrates (8) mit Flip-Chips (6),

wobel die Vorrichtung einen verfahrbaren Bestiickkopf (1) auf-
welst, der die Flip-Chips (6) aus einem Bauelementevorrat
(z.B. 5) entnimmt und auf das Substrat (8) aufsetzt,
dadurch gekennzeichnet,

daR der Bestiickkopf (1) mit einer Wendeeinrichtung (9) fir
die Flip-Chips (6) versehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeilchnet,

daB der Bestickkopf (1) mit einer Vielzahl von revolverartig
indexiert umlaufenden Greifern (4) versehen ist,

dah die Wendeeinrichtung (9) einem stationiren Teil (z.B. 2)

des Bestiickkopfes (1) zugeordnet ist,

dafl die Wendeeinrichtung (9) jeweils einen der Flip-Chips (6)
in einer ersten Haltestation der Greifer (4) ubernimmt und in
einer der nachfolgenden Haltestationen an einen der Greifer

(4) gewendet zurickgibt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dab die Wendeeinrichtung (9) zwei schwenkbare Halter (7) auf-
welst, von denen ein erster auf die erste der Haltestationen
ausrichtbar ist,

daf der zweite Halter (7) auf eine nachfolgende der Haltesta-
tionen ausrichtbar ist und

dah die beiden Halter (7) in eine gemeinsame Ubergabestellung
schwenkbar sind, in der ihre dem Flip-Chip (6) tragenden,
einander entgegenragenden Enden aufeinander ausgerichtet
sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeilichnet,
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6
dal die Halter (7) als schwenkbar gelagerte Saugpipetten aus-
gebildet sind,
dal die Greifer (4) als am Bestilickkopf (1) radial abstehende
Sauggreifer ausgebildet sind,
daf die zur Drehebene der Greifer (4) senkrechten Schwenkach-
sen (10) der Halter (7) in der axialen Verlingerung der Grei-
fer (4) angeordnet sind und daR Lingsachsen der Halter und
der Greifer beim wechselseitigen Ubergeben der Flip-Chips
miteinander fluchten.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

daB zwischen den in der Ubergabestellung fluchtenden gegen-
einander gerichteten Haltern (7) ein freier Abstand besteht,
der etwas groBer ist, als die Dicke der Flip-Chips (6).

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet,

dab die erste und zweite Haltestation unmittelbar aufeinan-
derfolgend angeordnet sind.
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